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中德证券有限责任公司 

关于北京君正集成电路股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为北京君正集成电路股

份有限公司（以下简称“北京君正”“上市公司”“公司”）2020 年度发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“2020 年度非公开发

行”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关

规定，对北京君正 2020 年度非公开发行部分募集资金投资项目延期事项进行了

核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准

北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公

司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配

套资金（以下简称“募集资金”）采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股

（A 股）18,181,818 股，发行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币

1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币

1,499,999,985.00 元。 

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实

行专户存储。 

二、募集资金投资项目及使用情况 

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金的具体使用情

况如下： 
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单位：万元 

募集资金投资项目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后募

集资金投

资总额(1) 

截至期末

累计募集

资金投入

金额(2) 

截至期

末投资

进度(3)

＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

支付公司重大资产

重组部分现金对价 
否 115,949.00 115,949.00 115,949.00 100% 不适用 否 

面向智能汽车和智

慧城市的网络芯片

研发项目 

否 17,900.00 17,900.00 4,350.10 24.30% 
2029年 01

月 01日 
否 

面向智能汽车的新

一代高速存储芯片

研发项目 

否 16,151.00 16,151.00 8,568.48 53.05% 
2025年 06

月 30日 
否 

合计 - 150,000.00 150,000.00 128,867.58 - - - 

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因 

本次需要进行延期的 2020 年度非公开发行募集资金投资项目为“面向智能

汽车的新一代高速存储芯片研发项目”。 

（一）项目基本情况 

本项目主要进行新一代高速存储器芯片技术及整体解决方案的研发，由公司

下属子公司北京矽成半导体有限公司组织实施，计划募集资金投资金额为

16,151.00 万元。本项目建设期为 5 年，计划完成时间为 2025 年 6 月 30 日。 

截至 2025 年 3 月 31 日，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项

目”累计募集资金投入金额为 8,568.48 万元。 

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因 

车载存储芯片研发项目涉及产品立项、产品定义、设计开发、循环验证等

各个环节，同时产业化过程涉及客户的评估、验证和方案设计、车规质量审

计、车厂测试等环节，由于车规市场对可靠性、稳定性和安全性的要求比较

高，整个过程往往需要较长的时间。 

2020年“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”启动以来，全球政

治环境、经济形势、市场环境等情况发生较大变化，使得一些研发项目的实施

和落地未能如期完成。公司车载存储芯片的研发、验证及推广等工作进度均受

到不同程度的影响。同时，2020年至今，汽车市场也经历了较多的需求波动，



 3 

自2022年下半年开始，汽车、工业等行业市场景气度持续下降，影响了汽车市

场的发展，从而影响了车规市场的产品导入进度。 

同时，近几年来，随着汽车智能化的不断发展，汽车市场对存储芯片的数

据传输速率、带宽和功耗等性能指标要求不断提高，对存储芯片容量的需求也

在不断发展，大容量的存储产品需求不断加大，从而车规存储芯片的工艺制程

也需要不断更新迭代。由于车规市场对芯片产品要求的特殊性，工艺制程的更

新迭代所需时间通常较长。 

“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”设立以来，公司对面向智

能汽车领域的高速存储芯片进行了产品定义、设计开发、投片与验证等工作。

截至目前，不同类型高速存储芯片中，部分产品已完成样品生产，部分产品研

发中，部分产品已处于验证及量产阶段。随着汽车智能化的不断升级，汽车智

能驾驶相关技术不断发展，车规市场对存储芯片的需求也在不断增长。公司全

资子公司北京矽成在存储器领域耕耘多年，掌握了车规存储芯片的多种相关核

心技术，形成了一套完整的技术体系和工程保障体系，能够面向汽车领域提供

高品质、高可靠性的各类存储器产品，公司“面向智能汽车的新一代高速存储芯

片研发项目”市场可行性和技术可行性均未发生改变。在汽车智能化不断发展的

情况下，未来车载存储芯片的市场空间将持续增长，从而给公司存储芯片产品

带来更大的成长空间和较好的预期效益。 

公司在募投项目实施过程中，需要根据市场发展态势不断调整技术研发和

产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。根据车规市场对存储芯片

工艺制程的需求趋势，公司启动了基于更先进工艺制程的产品研发。目前公司

部分新工艺的存储产品预计可于2025年开始陆续向客户提供样品，公司将持续

进行更多产品工艺制程的升级迭代。 

鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到车载存储芯片在设计开发、

市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间，以及项目实施过程中客观因

素对实施进度可能造成的影响，公司拟对“面向智能汽车的新一代高速存储芯片

研发项目”进行延期，将原计划完成时间由2025年6月30日调整为2030年6月30日。 

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决
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定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造

成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生

不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件

的要求。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集

资金的使用效率。 

五、相关审议程序及审核意见 

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二

次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。该议案在董事会审

批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 

六、独立财务顾问专项核查意见 

经核查，独立财务顾问认为：北京君正本次部分募投项目延期事项，已经

公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情

形。中德证券对北京君正本次部分募投项目延期事项无异议。 

 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

项目主办人：    

 姜海强  管仁昊 

 

 

 

 

 

 

 

 

中德证券有限责任公司 

 

 

2025 年 4 月 17 日 
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